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内容概要

《表面组装与贴片式元器件技术:半导体器件新工艺》主要介绍了单品硅圆片的加工技术，大规模集成
电路的设计制版、芯片加工与封装检修技术，多种类型的半导体材料与器件的应用，及其未来的展望
等内容。《表面组装与贴片式元器件技术:半导体器件新工艺》在内容上，力图尽可能地向读者传递国
际上先进的半导体制造技术方面的前沿知识，避免冗长的理论探讨，体现了《表面组装与贴片式元器
件技术:半导体器件新工艺》的实用性。
《表面组装与贴片式元器件技术:半导体器件新工艺》可以作为电子电路、微电子、半导体材料与器件
、电子科学与技术等领域的工程技术人员以及科研单位研究人员的参考资料，也可以作为工科院校相
关专业师生的参考用书。
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章节摘录

　　第1章　概述　　半导体的发现晚于导体与绝缘体，其导电性能介于导体与绝缘体之间，因而将
其称之为半导体，也曾经有人将其称之为半绝缘体。目前对半导体最常见的理解是，半导体是指导电
性能介于导体与绝缘体之间的非离子性导电物质，这类物质一般为固体。从电学的角度来看，世界上
的任何物质都可以按超导体、导体、半导体和绝缘体进行区分，如果进一步地将它们进行量化区分，
则如图1.1所示。
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编辑推荐

　　“表面组装与贴片式元器件技术”丛书采用图文并茂的图解方式，其目的就是要让读者在没有条
件一一目睹和体验各类表面组装实物以及各种贴片式电子元器件的情况下，通过图（有些是照片）文
对照的方式，更好地理解与应用本丛书传递的知识与信息。 本书主要介绍了单晶硅圆片的加工技术，
大规模集成电路的设计制版、芯片加工与封装检验技术，多种类型的半导体材料与器件的应用，及其
未来的展望等内容。
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精彩短评

1、物流很慢！
2、很适合刚入门的人学习
3、教材浅显易懂，而且有图示，还是觉得买的很值
4、内容感觉有点老，不够丰富，很多地方一句带过
5、很适合入门阅读，关键是有很多插图，图文并茂，很好。
6、书很好 看了一会觉得写得不错
7、书不错，对半导体器件工艺讲解详细，主要是Si工艺。
8、书很好，快递也快，书的内容正好工作能用到，很喜欢
9、我买了两本半导体相关的书。还是觉得这本最适合想了解半导体行业的初学者。教材浅显易懂，
而且有图示（最喜欢的地方,虽然是黑白的图图），还是觉得买的很值。
10、这本书讲了讲工艺，种类倒是不少，不过没有具体的参数。

Page 7



《半导体器件新工艺》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com

Page 8


